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(§3) Verfahren zum Herstellen von gravierten Walzen oder Platten 

(57) Die Erfindung befaSt sich mit etnem Verfahren zum 
Herstellen von gravierten Walzen und Platten fur Druckver- 
fahren, wobei auf einen Grundkorper aus Metall eine 
Gravurschicht aus Metall in einer Dicke von 0,5-1,5 mm aus 
Cu, Ni, Bronze, Messing oder dergleichen aufgebracht und 
nach Gravlerung der Gravurschicht mindestens zwei Schtch- 
ten eines Metalls bzw. Metallverbindung zur Erhdhung der 
H3rte und des Korrosionsschutzes auf die Gravurschicht 
aufgebracht werden, urn OberflachenhSrten von mindestens 
2000 HV zu erzielen. 




BUNDESDRUCKEREI 10.95 508161/297 



52 



1 

Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Herstellen von gravierten Walzen und Platten fur den 
Flexodruck, Tiefdruck, Pragen und Beschichten mit ei- 5 
nem Grundkdrper aus Metall, dessen Oberflache mit 
einer Gravur entsprechend einem gewunschten Muster 
versehen wird und mindestens eine Schicht eines Metal- 
les oder einer Metallverbindung zur Erhdhung der Ver- 
schleiBfestigkeit und der Korrosionsbestandigkeit auf 10 
die gravierte Oberflache des Grundkdrpers aufgebracht 
wird. 

Das Oberziehen von Gegenstanden von Metall mit 
einer Schutzschicht zur Erhdhung der Korrosionsbe- 
standigkeit und der Harte und der VerschleiBfestigkeit 15 
ist seit langem bekannt Insbesondere werden metalli- 
sche Gegenstande auf Basis Eisen, Stahl oder derglei- 
chen meist auf galvanischem Wege oder durch chemi- 
sche Reduktion mit einem metaUischen Oberzug aus 
beispielsweise Nickel oder Chrom flberzogen. Nach die- 
sen galvanischen Verfahren kdnnen mit Nickel- oder 
Chromschichten verschleiBfeste Oberfiachen auf metal- 
lischen Grundkdrpern mit Vickersharten bis zu etwa 
950 HV bei Nickelschichten oder 1200 HV bei Chrom- 
schichten erzielt werdea 

Des weiteren ist es bekannt, Hartstoffschichten in ei- 
nem Vakuumverfahren auf metailische oder nichtmetal- 
lische Oberfiachen von Kdrpern auf zudampfen, um die- 
se verschleiBfest auszurQstea Bei dem CVD- Verfahren 
— chemische Abscheidung aus der Dampfphase — muB 
der metailische Anteil erst aus einem gasfdrmigen Aus- 
gangsstoff durch Cracken freigesetzt werden, bevor das 
Metall mit dem Gas reagiert Das CVD- Verfahren be- 
ndtigt hohe Reaktionstemperaturen von 800 bis 1 100°C 

Beim PVD-Verfahren - physikalische Abscheidung 
aus der Dampfphase — wird der Metalldampf direkt 
erzeugt und reagiert auf der Oberflache des zu be- 
schichtenden Kdrpers mit dem Gas zu der gewunschten 
Hartstoffschicht Das PVD-Verfahren ermdglicht das 
Abscheiden von Hartstoffen fOr die Bildung einer Ver- 
schleiBschicht bei Temperaturen zwischen 200° C und 
650°C 

Ein Spezialgebiet zum Herstellen von Produkten mit 
verschleiBfesten Oberfiachen stellen mit Gravuren ver- 
sehene Walzen oder Platten dar, die als Pragewerkzeu- 
ge, Druckwerkzeuge oder Beschichtungswerkzeuge 
Anwendung findea Oblicherweise werden die Walz- 
oder Plattenkdrper hierftlr aus Stahl gefertigt, so daB 
Veredelungen der Oberflache zur Erhdhung des Korro- 
sionsschutzes und der VerschleiBfestigkeit erforderlich 
sind Derartige gravierte Walzen und Platten sind bisher 
mit verschleiBfesten Oberfiachen mit hoher Harte aber 
1700 HV lediglich auf Basis keramisch beschichteter 
Grundkdrper realisiert wordea wobei die Gravur mit 
Hilfe von Lasers trahlen entsprechend dem gewunsch- 
ten Pragemuster in die Oberflache eingearbeitet wird 
Wegen der zahlreichen bei der Bearbeitung von Kera- 
mikkdrpern zu berGcksichtigenden Parameter sind je- 
doch die Gravuren nicht 100%-ig reproduzierbar, so 
daB jede gravierte Walze oder Platte bei Vorlage der- , 
selben Gravur geringfflgig anders ausfallt Fur viele An- 
wendungsfaile ist es jedoch erforderlich, unbrauchbar, 
weil abgenutzt, gewordene Pragewerkzeug oder 
Druckplatten durch neue Pragewerkzeuge oder Druck- 
platten mit identischem Pragemuster zu ersetzea < 

Aus der DE 40 08 254 Al ist bereits die Ausrflstung 
gravierter Walzen oder Platten mit einem Grundkdrper 
aus Metall, wie Stahl, bekannt, die mit einer verschleiB- 
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festen Deckschicht aus einer im PVD-Verfahren aufge- 
brachten Hartstoffschicht versehen sind. Als nachteilig 
wird hierbei far manche Muster angesehen, daB die Mu- 
ster in das Metall, namlich insbesondere Stahl des 
Grundkdrpers, eingraviert werden mussea 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, gravierte 
Walzen und Platten fur den Flexodruck, Tief druck, Pra- 
gen oder Beschichten mit insbesondere sehr feiner Auf- 
ldsungder Muster und VerschleiBschichten hoher Harte 
von mindestens 2000 HV nach Vickers auszurustea die 
mit hoher Prazision reproduzierbar und gravierbar sind 
ErfindungsgemaB wird zur Ldsung der gesteliten 
Aufgabe ein Verfahren zum Herstellen von gravierten 
Walzen oder Platten mit hoher VerschleiBfestigkeit der 
gattungsgemaflen Art vorgeschlagen, bei dem 

a) der Grundkdrper mit einer Gravurschicht, aus- 
gewahlt aus einem oder mehreren der Metalle 
Kupfer, Zinn, Zink, Messing, Bronze, Nickel, Man- 
gaa Gold, Silber, Blei in einer Dicke von minde- 
stens 0,5 mm bis zu 1,7 mm beschichtet wird 

b) dann nach Reinigung das gewUnschte Pragemu- 
ster in die Gravurschicht mechanisch, elektrome- 
chanisch, mittels Laser oder mittels Atzung gra- 
viert wird, 

c) dann der mit der Gravurschicht und der Gravur 
versehene Grundkdrper gereinigt und poliert wird 

d) danach auf die gravierte Oberflache der Gravur- 
schicht des Grundkdrpers eine Zwischenschicht ei- 
ner Dicke von 5 bis 25 jim und einer Harte von 
mindestens 850 HV nach Vickers aufgebracht wird, 
die anschlieBend poliert und gereinigt wird 

e) auf diese Zwischenschicht des Grundkdrpers ei- 
ne VerschleiBschicht aus einer Metallverbindung 
mit einer Harte nach Vickers von mindestens 2000 
durch Aufdampfen im Vakuum nach dem PVD- 
Verfahren bei Temperaturen von 200 bis zu 480° C 
in einer Dicke von 4 bis 8 \im aufgebracht wird 

f) und nach AbkQhlen die mit der aufgedampften 
VerschleiBschicht versehene Oberflache des 
Grundkdrpers poliert wird 

Das erfmdungsgemaBe Verfahren ermdglicht den 
Einsatz preisgOnstiger Grundkdrper aus Metal!, wie 
Stahl, fQr die Herstellung von Gravurwalzen oder Gra- 
vurplatten fur den Flexodruck oder Tiefdruck oder fur 
die Ausbildung von Beschichtungswalzen oder dergiei- 
chen, da fOr die Gravur eine zum Ausbilden einer Gra- 
vur geeignete Gravurschicht aus geeigneten Metallen 
auf dem Grundkdrper aufgebracht wird Die fOr die 
Gravurschicht ausgewahlten Metalle, wie z. B. Kupfer, 
Nickel, Bronze, Messing weisen zum Teil recht geringe 
Harte auf, so daB sie als Oberflachenschicht von Grav- 
urwalzen oder -platten wegen des schnellen Verschlei- 
Bes, hohen Abriebes und Deformation ungeeignet sind 
Andererseits gestatten sie das Herstellen von Gravuren 
mit hoher Aufldsung von 40000 Ldchern und mehr auf 
einer Fiache von 1 cm 2 bei Tiefen der Ldcher von zum 
Beispiel 16 jtm mit hoher Genauigkeit Die Gravur- 
schicht wird in einer ausreichenden Dicke von minde- 
stens 0,5 mm auf den Grundkdrper aufgebracht Bevor- 
zugt wird die Gravurschicht mit Verfahren der Galva- 
notechnik aufgebracht, da der elektrolytischen Ab- 
scheidung von Metallen in dQnnen Schichtea Zur Ab- 
scheidung der Metallflberzuge fur die Gravurschicht 
werden die mechanisch, chemisch oder elektrochemisch 
vorbereiteten Gegenstande als Kathode in die Ldsung 
(galvanisches Bad) eingehangt, die Salze des abzuschei- 
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denden Metalls und weitere Bestandteile enthfilt Durch 
Gleichstrom bei 1 bis 15 Volt wird MetalJ an der Katho- 
de abgeschieden und eine entsprechende Menge an der 
Anode geldst Beispielsweise wird eine Kupferschicht 
ublicherweise galvanisch, wie vorangehend beschrie- 
ben, aufgebracht Zur Galvanotechnik gehdrt ebenfalls 
die Metallabscheidung ohne auBere Stromquelle, wobei 
sich unedle Werkstoffe mit edleren Metallen dunn tiber- 
ziehen lassen, indem man die Werkstoffe in geeignete 
Ldsungen des edleren Metalls meist bei hdherer Tempe- 
ratur taucht Dickere Oberzuge kann man auch mit Re- 
duktionsmitteln, wie Formaldehyd, Hypophosphit oder 
Natriumborhydrid abscheiden, so kdnnen ebenfalls Ver- 
silberungen und Verkupferungen oder Vernickelungen 
hergestellt werden. Zur Erzielung einer gut haftenden 
galvanischen Gravurschicht muB der zu galvanisierende 
Grundkdrper vor dem Einbringen ins Galvanisierbad 
grOndlich gereinigt und mit den Mittel der Metallentfet- 
tung in bekannter Weise behandelt werden. 

Es ist auch mdglich, die Gravurschicht in Gestalt eines 
vorgefertigten Formkdrpers, wie Rohr aus zum Beispiel 
Messing oder Kupfer oder Platte aus Messing oder 
Kupfer auf den Grundkdrper, zum Beispiel aus Stahl 
oder Eisen entsprechender Gestalt — Wake oder Platte 
— aufzubringeiL Es ist auch mdglich, Grundkdrper und 
Gravurschicht aus dem gleichen Material zu fertigen, 
d h. zum Beispiel Kupfer, so daB Grundkdrper und Gra- 
vurschicht eine Einheit bilden. 

Bevorzugte Gravurschichten werden aus Kupfer, ei- 
ner dicken Nickelschicht oder Messing oder Bronze 
hergestellt 

Mit dem erfindungsgemaflen Verfahren ist es mdg- 
lich, Walzen und Platten mit sehr feinen prazisen Gravu- 
ren zu versehen und zugleich korrosionsbestandig und 
mit hoher VerschleiBfestigkeit auszuriisten. Der beson- 
dere Vorteil der Erfindung ist aber darin zu sehen, daB 
das Verfahren reproduzierbar ist, dh. das gravierte 
Walzen oder Platten mit gleicher Gravur nach dem er- 
findungsgem&Ben Verfahren verschleiBfest ohne Ab- 
weichungen voneinander ausgerastet werden kdnnen, 
d h. reproduzierbar hergestellt werden kdnnen. Anein- 
ander gleiche gravierte Walzen oder Platten sind damit 
im Austausch fur abgenutzte gravierte Walzen und Plat- 
ten mit gleichem Muster fflr hone Standzeiten und Le- 
bensdauer mit einer hohen Harte nach Vickers von aber 
2000, vorzugsweise Qber 2500 HV herstellbar. 

ErfindungsgemaB ist der Grundkdrper mit einer be- 
sonders fur die Gravur geeigneten Gravurschicht und 
dann mit weiteren der Erhdhung der KorrosionsbestSn- 
digkeit und der VerschleiBfestigkeit dienenden Schich- 
ten, und zwar mindestens zwei weiteren Schichten, aus- 
gerQstet Hierbei werden fur den Grundkdrper Werk- 
stoffe hoher Festigkeit, MaBhaltigkeit und Wirtschaft- 
lichkeit vorgesehen, wie Eisen, Stahl, die jedoch nicht 
korrosionsbestandig sind und verschieden von den be- 
sonders zum Gravieren geeigneten Werkstoffen. Vor- 
teilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemaBen Ver- 
fahrens zum Herstellen von gravierten Walzen oder 
Platten fQr den Flexodruck, Tiefdruck, Pragen oder Be- 
schichten sind den kennzeichnenden Merkmalen der 
Unteranspruche entnehmbar. 

Die auf die Gravurschicht aufgebrachte Zwischen- 
schicht Qbernimmt die Funktion eines Korrosions- 
schutzes fur die Gravurschicht und den metallischen 
Grundkdrper, wobei die auf der mit der Gravur verse- 
henen Gravurschicht aufgebrachte Zwischenschicht 
mdglichst dicht und homogen sein und schon eine relativ 
hohe Harte aufweisen sollte. Je nachdem aus welchem 



Metall oder Metallen die Zwischenschicht aufgebaut ist, 
kann auch diese noch einer Temperung mit dem Ziel 
einer Nachh&rtung zur Erhdhung der Harte unterzogen 
werden. 

AIs Zwischenschicht wird eine autokatalytisch abge- 
schiedene Nickel-Phosphor-Legierung mit einem 
Phosphorgehalt von 5 bis 13 Gew.-%, vorzugsweise 8 
bis 13 Gew.-% bevorzugt Die Zwischenschicht besteht 
im wesentlichen aus Nickel. Dies wird Ublicherweise ais 
io "chemisch" Nickel bezeichnet Nach dem Aufbringen 
der Zwischenschicht wird bevorzugt eine Reinigungs- 
und Temperungsbehandlung des so beschichteten 
Grundkdrpers vorgenonunen. Insbesondere bewirkt ei- 
ne nachfolgende Warmebehandlung im Vakuum ein 
15 Reinigen und Entgasen der Zwischenschicht und ein 
Tempera, d h. eine weitere Aushartung zum Beispiel 
der aufgebrachten Nickel-Phosphor-Legierung, so daB 
durch dieses Nachhtrten eine Harte dieser Zwischen- 
schicht von vorzugsweise mindestens 900 HV erreicht 
20 wird 

Eine Zwischenschicht aus einer Nickel-Phosphor-Le- 
gierung wird bevorzugt im Vakuum bei Temperaturen 
Qber 240°C bis zu 350°C wihrend einer Dauer von 1 bis 
3 Stunden getempert In einer bevorzugten Ausf Qhrung 
25 des erfindungsgemaBen Verfahrens wird das Tempern 
des mit der Zwischenschicht versehenen Grundkdrpers 
und das Aufdampfen der VerschleiBschicht kontinuier- 
lich nacheinander durchgefOhrt, wobei das Aufdampfen 
der VerschleiBschicht unmittelbar an die Temperung bei 
30 Beibehaltung oder Erhdhung der Temperungstempera- 
tur anschlieBt Dieses Verfahren kann damit beispiels- 
weise in der gleichen Vakuumkammer in einem Zuge 
mit Temperung und Aufbringen der VerschleiBschicht 
aus Hartstoffen durchgeffihrt werden. 
35 Die Temperzeit des Grundkdrpers mit Zwischen- 
schicht richtet sich nach der GrdBe und den Dimensio- 
nen der Walze oder Platte. Kleinste Gravurwalzen ha- 
ben einen Durchmesser von 10 mm mit einer kleinsten 
Lange von 20 mm, grdBte Gravurwalzen haben einen 
40 Durchmesser von fiber 500 mm bei Langen bis zu 
3500 mm. Ahnlich verhalt es sich mit Gravurplatten. 

Eine andere Zwischenschicht, die bereits von vorn- 
herein eine hohe Oberflachenharte aufweist, ist eine sol- 
che aus Keramik auf Basis von SiUziumcarbiden, die als 
Dflnnschicht auf die mit der Gravur versehene Oberfla- 
che der Gravurschicht des Grundkdrpers aufgespritzt 
wird 

Mit dem erfindungsgem&B en Verfahren kdnnen ins- 
besondere hohe Harten der nachtraglich aufzutragen- 
50 den VerschleiBschichten auch dadurch erreicht werden, 
dafl bereits die Zwischenschicht eine hohe Harte auf- 
weist Um die Prazision des Pragemusters, d h. der Gra- 
vur, zu erhalten, sind die Dicke der Zwischenschicht als 
auch die Dicke der VerschleiBschicht nach oben be- 
grenzt Die Summe der Dicken dieser Schichten sollte in 
keinem Fall grdBer als 30 um sein, da sonst die Geome- 
tric der Muster und Gravuren in unzulassiger Weise 
verandert wird und damit die Reproduzierbarkeit in 
Frage gestellt wird 

Die Dicke der Zwischenschicht und der VerschleiB- 
schicht ist nach unten begrenzt, um noch eine ausrei- 
chende dichte Schicht zu erhalten. Bei Schichtdicken 
von etwa 8 ujh kann auch eine Zwischenschicht aus Nik- 
kei beispielsweise noch minimal pords sein, jedoch wird 
65 diese Porositfit durch die nachfolgend aufzudampfende 
VerschleiBschicht beseitigt, da das Material der Ver- 
schleiBschicht in die Zwischenschicht eindiffundiert und 
mit dieser dann eine geschlossene und korrosionsbe- 
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standige Beschichtung bildet Da die VerschleiBschicht 
durch Aufdampfen im Vakuum bei erhdhten Tempera- 
turen aufgebracht wird, ist die Zwischenschicht aus ei- 
nem Material zu wahlen, das auch diesen Temperaturen 
standhalt, wobei sich Nickel und Keramik als Basismate- 
rial fQr die Zwischenschicht bewahrt haben. Die Gra- 
vurschicht ist hierbei durch die aufgebrachte Zwischen- 
schicht geschQtzt. 

Es ist auch mdglich, eine Zwischenschicht aus einer 
ersten auf den Grundkdrper autokatalytisch abgeschie- 
denen Schicht einer Nickel-Phosphor-Legierung mit ei- 
nem Phosphorgehalt von 3 bis 13Gew. -% in einer 
Schichtdicke von 4 bis 8 urn und einer zweiten hierauf 
elektrolytisch abgeschiedenen Schicht von Chrom mit 
einer Schichtdicke von 4 bis 8 um zu bilden. Eine derar- 
tige zweischichtige Zwischenschicht hat den Vorteil, 
daB die Nickelschicht eine homogene dichte Schicht bil- 
det, wahrend die hierauf aufgebrachte Chromschicht 
zwar nicht so dicht ist, also eine hohere Mikroporositat 
aufweist, jedoch eine hdhere Harte nach Vickers bis zu 
1200 HV aufweist als NickeL Je hoher die Harte der 
Zwischenschicht ist, desto hdher wird auch die erzielba- 
re Harte der hierauf aufzudampfenden VerschleiB- 
schicht 

FQr die VerschleiBschicht werden bevorzugt Metali- 
boride, - carbide, -nitride, -oxide, -silicide der Elemente 
der vierten bis sechsten Nebengruppe des Periodensy- 
stems Titan, Zirkon, Hafnium oder Vanadium, Niob 
Tantal oder Chrom, Molybdan, Wolfram einzeln oder in 
Kombinationen eingesetzt Bevorzugt werden fQr die 
VerschleiBschicht die Carbide, Nitride und Oxide der 
Elemente der vierten Nebengruppe des Periodensy- 
stems eingesetzt, die sich besonders durch Harte und 
VerschleiBbestandigkeit auszeichnen. Beispielsweise 
werden fQr die VerschleiBschicht Titan-Nitrid oder Ti- 
tan-Aluminium-Carbonitrid oder Utan-Aluminium-Ni- 
trid oder Titan-Carbonitrid oder Titancarbid eingesetzt 
Mit diesen sogenannten Hartstoffen fur die VerschleiB- 
schicht, die nach dem PVD-Verfahren auf die mit der 
Zwischenschicht versehene Gravur oder Pragemuster 
eines Grundkdrpers aufgebracht werden, sind Harten 
von 2500 bis 3000 HV erzielbar. Geeignet ist auch Haf- 
niumborid, das sich durch eine Vickersharte von etwa 
3200auszeichnet 

Die VerschleiBschicht wird in einer Dicke von 4 bis 
8 u, bevorzugte 5 bis 7 urn, aufgedampft Bei Ausbildung 
der Zwischenschicht aus einer Nickel- und Chrom- 
schicht sollten diese gemeinsam eine Dicke von 15 urn 
nicht Qberschreiten. Chrom weist eine hohere Harte auf 
als Nickel, hat jedoch den Nachteil, daB es bei den ver- 
fahrensmaflig zum Aufdampfen der VerschleiBschicht 
anzuwendenden Temperaturen sich bereits aufldst und 
pords wird Da es erfindungsgemaB jedoch auf einer 
Unteriage aus Nickel, dh. Nickel-Phosphor-Legierung 
eingesetzt wird, kann diese Nickel-Phosphor-Legierung 
die Temperatureinwirkung auf das Chrom auffangen 
und die Chromschicht stabilisieren. Gleichzeitig erhalt 
jedoch diese Zwischenschicht durch die Chromauflage 
eine insgesamt hahere Harte und VerschleiBfestigkeit 
als eine Nickel-Phosphor-Legierungsschicht allein. 

Die nach dem erfindungsgemaBen Verfahren herstell- 
baren mit einer Gravur oder Pragemuster versehenen 
Walzen und Platten sind reproduzierbar herstellbar und 
weisen eine hohe VerschleiBfestigkeit, d h. wesentlich 
veriangerte Standzeit und eine Harte von mindestens 
etwa 2000 HV je nach Art der aufgedampften Metall- 
Hartstoffverbindung auf. 
Mit der erfindungsgemaB vorgeschlagenen bevor- 



zugten Abscheidung einer Zwischenschicht aus einer 
Nickel-Phosphor-Legierung wird eine sehr homogene 
dichte Schicht erreicht Hierbei handelt es sich um ein 
bekanntes Verfahren der autokatalytischen oder auBen- 
5 stromlosen Nickel-Phosphor-Legierungsabscheidung. 
In dem chemischen Nickelbad befinden sich neben Nik- 
kelionen Reduktionsmittel, meistens wird Natriurnby- 
pophosphit verwendet Aus diesem Bad werden dann 
Nickel-Phosphor-Legierungen rnit Phosphorgehalten 
10 zwischen 3 bis 13 Gew.-% abgeschieden. 

Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren kdnnen 
gravierte Walzen oder Platten fQr Druckverfahren mit 
sehr hoher Aufldsung der Pragemuster und Gravuren 
mit hoher Genauigkeit verschleiBfest ausgerQstet wer- 
15 den. 

Die Erfindung wird nachfolgend in der Zeichnung 
beispielhaft erlautert Es zeigen 

Fig. 1 schematisch im Querschnitt den Aufbau einer 
gravierten Platte 
20 Fig. 2 schematisch im Querschnitt den Aufbau einer 
gravierten Platte mit zweilagiger Zwischenschicht 

Der Grundkdrper 1 zum Beispiel fur ein Pragewerk- 
zeug aus Metall, wie Stahl, oder einem Buntmetall, bei- 
spielsweise Messing oder Bronze, weist die Grundform 
25 eines Kubus fur eine Gravurplatte oder eines Rohres 
mit sehr groBen Wanddicken oder Zylinders fQr die 
Herstellung einer Gravurwalze auf. Auf die Oberflache 
dieses Grundkorpers 1 wird nun bevorzugt auf galvani- 
schem Wege eine Gravurschicht 2 in einer ausreichen- 
30 den Dicke, zum Beispiel eine Kupferschicht von 1,1 mm 
aufgebracht, siehe Fig. 1. Vor dem Aufbringen der Gra- 
vurschicht 2 wird der Grundkdrper grundlich gereinigt 
und mit Mitteln zur Metallentfettung behandelt Danach 
wird die Gravurschicht 2 des Grundkorpers 1 in den 
35 gewflnschten Bereichen entsprechend dem gewQnsch- 
ten Muster mit der Gravur 3 auf mechanischem, eiektro- 
mechanischem wege oder mittels Atzung versehen. Der 
so mit der Gravur 3 versehene Grundkdrper wird nach 
Reinigung und Polieren anschlieBend zumindest im Be- 
40 reich der gravierten Oberflache mit einer Zwischen- 
schicht 4 beschichtet, beispielsweise einer autokataly- 
tisch abgeschiedenen Nickel-Phosphor-Legierungs- 
schicht 4 in einer Dicke von 12 u.m Qberzogen. Danach 
erfolgt wieder ein Reinigungs- und Poliervorgang. Dann 
45 wird der so mit der Zwischenschicht 4 versehene 
Grundkdrper 1 zum Nachharten und anschlieBenden 
Aufdampfen einer VerschleiBschicht in eine Vakuum- 
kammer eingebracht und langsam im Vakuum auf die 
Temperungstemperatur von etwa 350° C erwarmt und 
so bei dieser Temperungstemperatur wahrend 2JS Stunden 
gehalten und direkt anschlieBend die VerschleiBschicht 
5 als auBerste Schicht durch Aufdampfen einer entspre- 
chenden metallischen Hartstoffverbindung, beispiels- 
weise Titan-Nitrid im Vakuum bei Temperaturen bis zu 
55 480° C nach dem PVD-Verfahren auf die Zwischen- 
schicht aufgebracht Die Hamtoff schicht aus Titan-Ni- 
trid wird beispielsweise in einer Dicke von 7 um aufge- 
bracht Falls kein Temperschritt im Vakuum vorangeht, 
wird der sich auf Raumtemperatur beflndende beschich- 
eo tete, gravierte und gereinigte und polierte Grundkdrper 
1, 2, 3, 4 langsam im Vakuum aufgeheizt bis auf die 
entsprechende Temperatur von beispielsweise 480° C 
fQr das Aufdampfen der Hartstoffschicht Nach dem Ab- 
kuhlen des so mit den Schichten 2, 4, 5 und der Gravur 3 
65 ausgestatteten Grundkdrpers 1 nach dem Aufdampfen 
der Schicht 5 wird auch die aufgedampfte Schicht ober- 
flachlich poliert Damit ist die gravierte Platte oder Wal- 
ze mit einer verschleiBfesten Schicht aus Titan-Nitrid 
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mit einer Harte von ca. 3000 HV ausgerflstet Diese 
gravierte Walze oder Platte ist nach diesem Verfahren 
reproduzierbar herstelibar. 

Bei dem in der Fig. 2 dargestellten ausschnittweise 
schematischen Aufbau einer gravierten Platte oder 5 
Walze ist der GrundkOrper t ebenfalls mit der Gravur- 
schicht 2 und hierin der Gravur 3 ausgestattet Hierauf 
ist eine erste Zwischenschicht 4a aus einer Nickel- 
Phosphor-Legierung autokatalytisch abgeschieden in 
einer Schichtdicke von etwa 5 um. Gegebenenfalls nach 10 
erforderlichen Reinigungsprozessen wird hierauf elek- 
troiytisch eine Chromschicht 4b in einer Dicke von 5 ujn 
aufgetragen. Nach Vorreinigung und Polieren werden 
anschlieBend durch Warmebehandlung im Vakuum bei 
Temperaturen bis 340° C diese Zwischenschichten 4a, 4b 15 
gereinigt, entgast und getempert und unmittelbar an- 
schlieBend, wie in dem Beispiel nach Fig. 1 beschrieben, 
eine verschleiBfeste Schicht 5 zum Beispiel aus Titan- 
Nitrid oder Titan-Carbid einer Dicke von 6 um aufge- 
dampft 20 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren konnen gra- 
vierte Walzen und Platten mit feinsten Gravurmustern, 
zum Beispiel 40000 Locher auf 1 cm 2 je ca. 16 um tief, 
reproduzierbar mit einer Oberflachenharte ab 2000 HV 
je nach ausgewahltem Hartstoff fur die VerschleiB- 25 
schicht hergestellt werden. Derartige Gravuren werden 
zum Beispiel fur Gravur- und Beschichtungswalzen viel- 
faltig ftir Druckverfahren bendtigt Reinigungs-, Poiier- 
und Vorbehandlungsschritte werden nach Bedarf in be- 
kannter Weise ausgefflhrt 30 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen von gravierten Wal- 
zen und Platten fur den Flexodruck, Tiefdruck, Pra- 35 
gen und Beschichten mit einem Grundkdrper aus 
Metall, dessen Oberflache mit einer Gravur ent- 
sprechend einem gewflnschten Muster versehen 
wird und mindestens eine Schicht eines Metalles 
oder einer Metallverbindung zur ErhChung der 40 
VerschleiBfestigkeit und der Korrosionsbestandig- 
keit auf die gravierte Oberflache des Grundkorpers 
aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) der Grundkdrper mit einer Gravurschicht, 
ausgewahlt aus einem oder mehreren der Me- 45 
talle Kupfer, Zinn, Zink, Messing, Bronze, Nik- 
kei, Mangan, Gold, Silber, Blei in einer Dicke 
von mindestens 0,5 mm bis zu 1,7 mm be- 
schichtet wird, 

b) dann nach Reinigung das gewflnschte Mu- 50 
ster in die Gravurschicht mechanisch, elektro- 
mechanisch, mittels Laser oder mittels Atzung 
graviert wird, 

c) dann der mit der Gravurschicht und der 
Gravur versehene Grundkdrper gereinigt und 55 
poliertwird, 

d) danach auf die gravierte Oberflache der 
Gravurschicht des Grundkorpers eine Zwi- 
schenschicht einer Dicke von 5 bis 25 um und 
einer Harte von mindestens 850 HV nach Vik- so 
kers aufgebracht wird, die anschlieBend poliert 
und gereinigt wird, 

e) auf diese Zwischenschicht des Grundkdr- 
pers eine VerschleiBschicht aus einer Metall- 
verbindung mit einer Harte nach Vickers von 65 
mindestens 2000 durch Aufdampfen im Vaku- 
um nach dem PVD- Verfahren bei Temperatu- 
ren von 200 bis zu 480° C in einer Dicke von 4 



430 CI 

8 

bis 8 u,m aufgebracht wird, 
f) und nach Abkflhien die mit der aufgedampf- 
ten VerschleiBschicht versehene Oberflache 
des Grundkdrpers poliert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Zwischenschicht eine autokataly- 
tisch abgeschiedene Nickel- Phosphor-Legierung 
mit einem Phosphorgehalt von 5 bis 13 Gew. 
vorzugsweise 8 bis 13 Gew.-% aufgebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mit der Zwischenschicht ver- 
sehene GrundkBrper getempert wird, wobei er im 
Vakuum auf eine Temperatur von mindestens 
240" C, vorzugsweise bis 350° C, erwarmt und wah- 
rend einer Dauer von ein bis drei Stunden bei die- 
ser Temperatur gehalten wird. 

4. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Tempern des mit 
der Zwischenschicht versehenen Grundkorpers 
und das Aufdampfen der VerschleiBschicht konti- 
nuierlich nacheinander durchgefuhrt werden, wo- 
bei das Aufdampfen der VerschleiBschicht unmit- 
telbar an die Temperung bei Beibehaltung oder 
Erhdhung der Temperungstemperatur erfolgt 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1, 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine zweilagige Zwi- 
schenschicht aus einer ersten autokatalytisch abge- 
schiedenen Schicht einer Nickel-Phosphor- Legie- 
rung mit einem Phosphorgehalt von 3 bis 
13Gew.-% in einer Schichtdicke von 4 bis 8 urn 
und einer zweiten hierauf elektrolytisch abgeschie- 
denen Schicht von Chrom mit einer Schichtdicke 
von 4 bis 8 um gebildet wird und eine nachfolgende 
Temperung im Vakuum des mit der zweilagigen 
Zwischenschicht versehenen Grundk6rpers bei ei- 
ner Temperatur von mindestens 240 bis 350° C 
wShrend einer Dauer von ein bis zwei Stunden 
durchgefOhrt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Zwischenschicht aus Keramik 
aufgespritzt wird 

7. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerschleiB- 
schicht Metaliboride, -carbide, -nitride, -oxide, -sili- 
cide der Elemente der vierten bis sechsten Neben- 
gruppe des Periodensystems Titan, Zirkon, Hafni- 
um oder Vanadium, Niob, Tantal oder Chrom, 
Moybdan, Wolfram einzeln oder in Kombinationen 
eingesetzt werden. 

8. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerschleiB- 
schicht Carbide, Nitride und Oxide der Elemente 
der vierten Nebengruppe des Periodensystems ein- 
gesetzt werden. 

9. Verfahren nach einem der Ansprilche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerschleiB- 
schicht Titan-Nitrid eingesetzt wird 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafl fur die VerschleiB- 
schicht Titan-Aluminium-Nitrid oder Titan-Alumi- 
nium-Carbonitrid eingesetzt wird 

11. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB fur die VerschleiB- 
schicht Titan-Carbonnitrid eingesetzt wird. 

12. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB fiir die VerschleiB- 
schicht Titan-Carbid eingesetzt wird. 

13. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 12, 



dadurch gekennzeichnet, daB die Gravurschicht 
mittels Galvanotechnik aufgebracht wird 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Gravurschicht ei- 
ne Kupferschicht einer Dicke von 0,5 bis 1,5 mm 
galvanisch aufgebracht wird 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Gravurschicht ei- 
ne Nickelschicht durch chemische Abscheidung 
aufgebracht wird 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Gravurschicht als 
Formkorper, wie Rohr oder Platte, aus dem ent- 
sprechenden Werkstoff entsprechend der Gestalt 
des Grundkdrpers auf den Grundkflrper aufge- 15 
brachtwird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Grundkdrper aus 
Eisen oder Stahl verwendet wird 
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